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Agenda 

Sortiment 

ÅPowerelemente mit flexiblen Pins 

ÅZweiteilige Powerelemente 

Verarbeitung 

ÅEinpressen  

Anwendungsbeispiele 

Durchkontaktierung 

ÅOberflächenveredelung HAL & Chemisch Zinn 

ÅToleranzen 

Was ist Einpresstechnik? 

ÅMassive & flexible Pins  
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Was ist Einpresstechnik? 

ü Lötfreie, leistungsfähige ,elektrische Verbindung 

ü Sehr hohe Haltekräfte 

ü Failure In Time Wert bis 30-mal besser als bei einer 

SMT-Lötstelle  

ü High Quality Lösung 
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Wozu die Einpresstechnik? 

ü Um hohe Ströme auf die Leiterplatte zu übertragen 

ü Um sehr hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten  

 

Ströme bis ca. 300A Ströme bis 125A 

Terminal Block Einpresselement 
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Massive und flexible Pins  
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Massive und flexible Einpresszone  

ü Gasdichte Verschweißung der Kontaktstellen 
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Massive und flexible Einpresszone  
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Durchkontaktierung - Leiterplattenhülse 

TDr | Feb 2012 12 



Durchkontaktierung 

ü 30 - 60ɛm Kupfer(Cu) 

ü max. 15ɛm Zinn (Sn), optimal 2-6ɛm  

ü Leiterplatte (Printed-Circuit-Board) 

ü Bohrloch, Ø 1.6mm ï 0.03mm 
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Massive Einpresszone  

3° 

Erforderliche Anbindungswinkel ca. 3° 
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Begrenzender Faktor:  Anbindung externer Zuleitungen 
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Lötverbindung 
Übergang  1 

Lötzinn Pin Leiterkarte 

Übergang 2 

Einpressverbindung 

Leiterkarte Pin 

Übergangswiderstand im Vergleich zur Lötstelle 
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Oberflächenveredelung  

Chemisch Zinn Hot-Air-Levelling (HAL) 

Zinnbad 
flüssiges Lot 

Düse 
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Toleranzen 

HAL Chemisch Zinn(Sn) 
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Was passiert im Fehlerfall? 

Bohrloch Ø 1.55mm und 270A 

93.1°C (DT=70.8K) 92.3°C (DT=70K) 

Bohrloch Ø 1.6mm und 270A  

DT=0.8K 
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Einpressen maximale Einpresskraft Ą 250N pro Pin 
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